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<§) Vorrichtung zur Applikation von Verbindungsmaterialdepots 

<§) Vorrichtung zur vereinzelten Applikation von Verbindungs- 
materialdepots (30)/ Insbeeondere Lotkugetn, aus einem 
Verblndungamaterialroservoir (11) mft elner Applikationsein- 
richtung (13) einer Vereinzelungseinrichtung (12) zur 
Veralnzeiung von Verbindungsmaterialdepots bus dam Ver- 
bindungsmaterialresefvoir, wobei die Vereinzelungseinrfch- 
tung (12) els F5rdereinrichtung (20) zur vereinzelten Oberga- 
be von Verblndungamaterialdepota (30) an die Applttcatlons- 
einrichtung (13) ausgeblldet 1st 
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1 2 
Beschreibung Wenn die Vereinzelungseinrichtung und die Applika- 
tionseinrichtung in einer baulichen Einheit zusammen- 
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung gefaBt sind, lafit sich die Vorrichtung nicht nur stationar 
zur vereinzelten Applikation von Verbindungsmaterial- angeordnet betreiben, wobei dann die mit der Verbin- 
depots, insbesondere Lotkugeln, aus einem Verbin- 5 dungsmateriddepotappiikation zu versehenden Verbin- 
dungsmaterialreservoir mit einer Applikationseinrich- dungsstellen an der Applikationseinrichtung vorbei be- 
tting und einer Vereinzelungseinrichtung zur Vereinze- wegt werden, sondern daruber hinaus auch ein- oder 
lung von Verbindungsmaterialdepots aus dem Verbin- mehrachsig bewegbar ausbilden, so daB die Vorrichtung 
dungsmaterialreservoir. nach Art eines Bondkopf es relativ zu den auf Substraten 
Bei der singul&ren, auch unter dem Begriff *single- 10 oder dergleichen vorgesehenen Verbindungsstellen be- 
point B -Verfahren bekannten Applikation von Verbin- wegt werden kann. 

dungsmaterialdepots, erfolgt bislang die Vereinzelung Wenn neben der Vereinzelungseinrichtung und der 

der in einem Verbindungsmaterialreservoir dargereich- Applikationseinrichtung auch das Verbindungsmaterial- 

ten Verbindungsmaterialdepots durch eine vereinzelte reservoir Teil derselben baulichen Einheit ist, laBt sich 

Aufnahme der Verbindungsmaterialdepots mittels der 15 die freie Bewegbarkeit der gesamten Vorrichtung noch 

Applikationseinrichtung, die nach Art einer Pickand- weiterverbessern. 

Place-Einrichtung betrieben wird. Hierzu ist es erfor- In einer besonders vorteilhaf ten AusfQhrungsform ist 

derlich, die Applikationseinrichtung zum Materialreser- die Vereinzelungseinrichtung als Scheibenforderer aus- 

voir hinzufQhren, dort ein Verbindungsmaterialdepot zu gebildet mit einer entsprechend der Transportaufnah- 

entnehmen und dieses anschlieBend zur Verbindungs- 20 menteilung getaktet angetriebenen Forderscheibe. 

stellezuuberfuhren und dort zu plazieren. Aufgrund der Hierdurch lassen sich die vorstehend beschrieberien 

vorstehenden kurzen Schilderung des bekannten Ver- vorteilhaften Wirkungen der Vorrichtung auf besonders 

f ahrens wird deutlich, daB die zur Applikation eines ver- einf ache konstruktive Art und Weise realisieren. 

einzelten Verbindungsmaterialdepots auf einer Verbin- Wenn die Verbindungsmaterialdepots in ihrer Abga- 

dungsstelle bendtigte Zeit im wesentlicheri durch die fur 25 beposhion in eine Applikationskapillare uberf iihrt wer- 

die Vereinzelung der Verbindungsmaterialdepots not- den, die zur Plazierung des Verbindungsmaterialdepots 

wendigen Zustellbewegungen der Applikationseinrich- an einer Verbindungsstelle dient, wird eine mit einfach- 

tung bedingt ist. Aus naheliegenden Grunden eignet sten Mitteln zu realisierende Obergabe und Plazierung 

sich das bekannte, zeitaufwendige Applikationsverfah- des Verbindungsmaterialdepots an bzw. auf der Verbin- 

ren zur Applikation vereinzelter Verbindungsmaterial- 30 dungsstelle ennoglicht, die in der einfachsten AusfQh- 

depots nicht fur einen gewerblichen oder gar. industriel- rung lediglich schwerkraftbetatigt erfolgen kann. 

lenEinsatz, Daruber hinaus besteht jedoch auch die Mdglichkeit, 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zu- zurUnterstutzungder OberftihrungdesjeweiUgen Ver- 

grunde, eine Vorrichtung vorzuschlagen, die die Durch- bindungsmaterialdepots in die Applikationskapillare 

fiihrung eines Verfahrens zur Applikation vereinzelter 35 bzw. an die Verbindungsstelle eine auf das Verbindungs- 

Verbindungsmaterialdepots mit wesentlich geringerem materialdepot wirkende Gasdruckbeaufschlagungsein- 

Zeitaufwand ermdglicht richtungvorzusehen. 

Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit den Insbesondere dann, wenn es sich bei dem in der Gas- 

Merkmalendes Anspruchs 1 gelost dnickbeaiifschlagungseinrichtung verwendeten Gas um 

Bei der erfindungsgemafien Vorrichtung ist die Ver- 40 ein Schutzgas handelt, kann das Gas nicht nur zur 

einzelungseinrichtung als Fdrdereinrichtung zur verein- Druckbeaufschlagung des Materialdepots, sondern dar- 

zelten Obergabe von Verbindungsmaterialdepots an die uber hinaus auch zur Schaffung einer inerten Atmo- 

| Applikationseinrichtung ausgebildet, derart, daB zur sphare bei Durchf ahrung einer thermischen Verbin- 

Vereinzelung bzw. Obergabe keine Zustellbewegung dung zwischen dem Verbindungsmaterialdepot und der 

der Applikationseinrichtung notwendigisl 45 Verbindungsstelle dienen. 

Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform weist die Als vorteilhaft erweist es sich auch, wenn in Forder- 

Vereinzelungseinrichtung entsprechend der Gr6Be der richtung der Vereinzelungseinrichtung vor der Abgabe- 

zu vereinzelnden Verbindungsmaterialdepots ausgebil- position ein Sensor zur Detektierung von Verbindungs- 

dete Transportaufnahmen auf, die von einer Aufnahme- material angeordnet ist Hierdurch kann sicher uber- 

position zur vereinzelten Aufnahme von Verbindungs- 50 prdft werden, ob tatsachlich ein Verbindungsmaterial- 

materialdepots aus dem Verbindungsmaterialreservoir depot zur Applikation auf der Verbindungsstelle mittels 

in eine AbgabeposMon zur Abgabe der Verbindungs- der Applikationseinrichtung zur Verfugung steht 

materialdepots an die Applikationseinrichtung beweg- Wenn daruber hinaus in Fdrderrichtung der Verein- 

bar sind. Hierdurch ist es mdglich, der Applikationsein- zelungseinrichtung hinter der Abgabeposition ein Sen- 

richtung die vereinzelten Verbindungsmaterialdepots 55 sor zur Detektierung von Verbindungsmaterial ange- 

mit definiertem Abstand vpneinarider zuzufuhren, so ordnet ist, kann sicher festgestellt werden, ob tats&chlich 

_ daB auch bei grdBerer Entfernung zwischen dem Ver- eine Applikation des an die Applikationseinrichtung 

bindungsmaterialreservoir und der Applikationseinrich- ubergebenen Verbindungsmaterialdepots erfolgt ist 

tung sich die Zeit zur Obergabe eines Verbindungsma- Wenn die Applikationseinrichtung mit einer Energie- 

terialdepots an die Applikationseinrichtung auf die Zeit 60 einrichtung zur Erzeugung der fur eine Verbindung ei- 

zur Oberwindung des Abstands zwischen zwei Trans- nes Verbindungsmaterialdepots mit der Verbindungs- 

portauf nahmen reduziert stelle notwendigen Energie verbunden ist, die in Abhan- 

Besonders vorteilhaft ist die vorbeschriebene Ausfuh- gigkeit von dem durch die Gasdruckbeaufschlagungs- 

rungsform der Vorrichtung, wenn die Vereinzelungsein- einrichtung bewirkten Gasdruck ausgeldst wird, kann 

richtung als Kreisf Srdereinrichtung ausgebildet ist, so 65 der zur Obergabe des Materialdepots an die Applika- 

daB eine Anordnung der Transportaufnahmen mit re- tionseinrichtung unterstutzend eingesetzte Gasdruck 

gelmiBiger Teilung moglich ist, die einen getakteten gleiciizeitig auch zur AuslSsung der Energieeinrichtung 

Betrieb der Applikationseinrichtung ennoglicht genutzt werden. Damit wird zum einen eine gesonderte 
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Ausldseeinrichtung flberfltissig. Zum anderen ist sicher- 
gestellt, daB eine Ausldsung der Energieeinrichtung tat- 
s&chlich nur dann erfolgt, wenn infolge des als Druckwi- 
derstand wirkenden Verbindungsmaterialdepots ein 
statischer Oberdruck in der Applikationskapillare auf- 
gebaut wird. Die Ausldsung erfolgt also tatsaddich nur 
dann, wenn ein Verbindungsmaterialdepot zur Applika- 
tion an der Verbindungsstelle zur Verftlgung steht Fehl- 
ausl6sungen der Energieeinrichtung sind somit ausge- 
schlossea 

Wenn die Applikationseinrichtung zur Verbindung 
mit einer Laserquelle zur Erzeugung der fGr eine Ver- 
bindung eines Verbindungsmaterialdepots mit der Ver- 
bindungsstelle notwendigen Energie eine in die Appli- 
kationskapillare mflndende Lichtleitfaser aufweist, laBt 
sich die vorstehend beschriebene Art der Ausl6sung der 
Energieeinrichtung besonders vorteilhaf t zur Ausldsung 
eines einzelnen oder einer Reihe von Laserpulsen nut- 
zen. Unabhangig von der Art der Ausldsung der Ener- 
gieeinrichtung erweist sich der Einsatz einer Laserquel- 
le als Energieeinrichtung als besonders vorteilhaft, da 
hierbei auf besonders einfache Art und Weise die zur 
Erzeugung der Energie notwendigen Einrichtungen se- 
parat von der Vorrichtung angeordnet sein kdnnen und 
Iediglich eine die Bewegbarkeit der Vorrichtung nicht 
einschrankende Verbindung zur Laserquelle iiber die 
Lichtleitfaser notwendig ist 

Darilber hinaus weist die Laserbeaufschlagung den 
Vorteil auf, daB keine relativ zu den sonstigen Einrich- 
tungen der Vorrichtung bewegbaren Elemente notwen- 
dig sind Hierdurch wird insgesamt ein besonders einfa- 
cher konstruktiver Aufbau der Vorrichtung mdglich 

-Wenn zur OberfOhrung eines Verbindungsmaterial- 
depots aus der Abgabeposition in die Applikationskapil- 
lare eine schr&g nach unten verlauf ende Zufilhrkapillare 
vorgesehen ist, ist es mdglich, den Endquerschnitt der 
Lichtleitfaser an der Vereinzelungseinrichtung vorbei- 
: gefOhrt im Bereich des Mundstticks der Applikationska- ! 
pillar e anzuordnen, urn bei einem in der Applikationska- 
pillare angeordneten und auf der betreffenden Verbin- 
dungsstelle aufliegenden Verbindungsmaterialdepot ei- 
nen mdglichst geringen Fokussierurigsabstand zwischen 
dem Lichtleitfaserendquerschnitt und dem Verbin- 
dungsmaterialdepot zu haberu 

Nachfolgend werden bevorzugte Ausftfhrungsfor- 
men der erfindungsgemafien Vorrichtung anhand der 
Zeichniingen niher erlfiutert Es zeigen: 

Fig. 1 einen teilweise im Schnitt dargestellten Depot- 
applikator in einer ersten Ausf tihrungsf o rm ; 
- Fig. 2 eine Schnittdarstellung des in Fig. 1 dargestell- 
ten Depotapplikators gem&B Schnittlinienverlauf Il-II in 
Flg.l; 

Fig. 3 eine teilweise Schnittdarstellung eines Depot- 
applikators in einer zweiten Ausfflhrungsform; 

Fig. 4 eine mit X bezeichnete vergrdflerte Detaildar- 
stellung des in Fig. 3 dargestellten Depotapplikators. 

Fig. 1 zeigt einen Depotapplikator 10 mit einem Ver- 
bindungsmaterialreservoir 11, einer Vereinzelungsein- 
richtung 12 und einer Applikationseinrichtung 13. 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Depotapplikator 10 
sind das Verbindungsmaterialreservoir 1 1, die Yerein?e- 
lungseinrichtungJ2 und die Applikatoreinrichtung 13 zu 
einer baulichen Einheit zusammengefaflt und in bzw. an 
einem gemeinsamen GehSuse 14 angeordnet Das Ge- 
hause 14 weist im vorliegenden Fall ein Gehauseober- 
teil 15 und ein Gehauseunterteil 16 auf. Das Verbin- 
dungsmaterialreservoir 11 besteht aus einem im Gehau- 
seoberteil 15 ausgebildeten Steigkanal 17 und einem in 



den Steigkanal 17 einmundenden, auf dem Gehause- 
oberteil 15 montierten Vorratstrichter 18. Der Steigka- 
nal 17 miindet in einen im Gehauseunterteil 16 ausgebil- 
deten Aufnahmeraum 19 zur Aufnahme einer Fdrder- 
5 scheibe 20, die zusammen mit einem Antriebsmotor 21 
die Vereinzelungseinrichtung 12 bildet Die Fdrder- 
scheibe 20 ist ttber eine Antriebswelle 22, die durch das 
Gehauseoberteil 15 ver&uft mit dem Antriebsmotor 21 
verbunden, der auf der Oberseite des GehSuseoberteils 

io 15 angeflanscht ist 

Gegeniiberliegend dem Verbindungsmaterialreser- 
voir 11 und ebenfalls wie dieses im Umfangsbereich der 
Fdrderscheibe 20 angeordnet befindet sich die Applika- 
tionseinrichtung 13, die eine Applikationskapillare 23 

15 und eine hier als Lichtleitfaser 24 ausgebildete Energie- 
beaufschlagungseinrichtung aufweist, die Bestandteil ei- 
ner hier nicht im einzelnen dargestellten Lasereinrich- 
tungist 

Aus der in Fig. 2 dargestellten Draufsicht der Fdrder- 

20 scheibe 20 wird deutlich, daB diese eine Vielzahl, in 
gleichmaBiger Teilung angeordneter Transportaufnah- 
men 25 auf einem Aufnahmeteilkreis 26 aufweist Wie 
durch den Drehrichtungspfeil 50 angegeben, wird die 
Fdrderscheibe 20 im vorliegenden Fall entgegen dem 

25 Uhrzeigersinn durch den Antriebsmotor 21 angetrie- 
ben. Dabei erfolgt der Antrieb schrittweise getaktet, so 
daB sich bei einem Stillstand der Fdrderscheibe 20 je- 
weils eine Transportaufnahme 25 in Oberdeckung mit 
einer Ausgabedffnung 27 des Steigkanals 17 und in 

30 Oberdeckung mit der Applikationskapillare 23 der Ap- 
plikationseinrichtung 13 befindet Dabei wird im folgen- 
den die Oberdeckungslage einer Transportaufnahme 25 
mit der Ausgabedffnung 27 des Steigkanals 17 als Auf- 
nahmeposition 28 und die Oberdeckungslage einer 

35 Transportaufnahme 25 mit der Applikationskapillare 23 
als Abgabeposition 29 bezeichnet 

Wie aus den Fig. 1 und 2 deutlich wird, werden in dem 
Verbindungsmaterialreservoir 11 ungeordnet aufge- 
nommene Verbindungsmaterialdepots 30 in der Auf- 

40 nahmeposition 28 durch Aufnahme in den Transportauf- 
nahmen 25 von der Fdrderscheibe 20 vereinzelt aufge- 
nommen. Inf olge der Drehbewegung (Pfeil 50) der Fdr- 
derscheibe 20 werden die derart in der Fdrderscheibe 20 
aufgenommenen Verbindungsdepots 30 in Richtung auf 

45 die Applikationseinrichtung 13 vorbewegt und in der 
Abgabeposition 29 an diese fibergeben. Fig. 2 macht 
deutlich, daB in dem MaBe, wie die Verbindungsmateri- 
aldepots 30 in der Aufnahmeposition 28 an die Fdrder- 
scheibe 20 Qbergeben werden, infolge der Drehbewe- 

50 gung (Pfeil 50) der Fdrderscheibe 20 die Verbindungs- 
materialdepots 30 an die Applikationseinrichtung 13 in 
der Abgabeposition 29 Qbergeben werden. Daher stellt 
sich bei einem kontinuierlichen Betrieb der Vereinze- 
lungseinrichtung 12 die in Fig. 2 dargestellte stationare 

55 BefGUung der Fdrderscheibe 20 Qber den halben Auf- 
nahmeteilkreis 26 reichend ein. 

Fig. 1 zeigt, daB die Applikationskapillare 23 der Ap- 
plikationseinrichtung 13 mit einem Kapillarenmund- 
stOck 31 versehen ist, das zur Plazierung eines in Fig. 1 

eo mit gestricheltem Linienverlauf in einer Applikations- 
position 32 dargestellten Verbindungsmaterialdepots 30 
dient In den dem Kapillarenmundstfick 31 gegenflber- 
liegenden Endbereich der Applikationskapillare 23 ist 
die Lichdeitfaser 24 derart eingefflhrt, daB sie mit der 

65 Applikationskapillare 23 koaxial und hinsichtlich einer 
Austrittsstrahlrichtung 33 im wesentlichen fluchtend an- 
geordnet ist Bei dem in Fig. 1 dargestellten Depotappli- 
kator 10 ist die Lichdeitfaser 24 mit ihrem Laserstrah- 
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lung emittierenden Endquerschnitt 34 oberhalb der For- 
derscheibe 20 angeordnet Dabei befindet sich zwischen 
der Forderscheibe 20 und dem Endquerschnitt 34 ein 
Kapillarenfreiraum 35, in den ein DruckgasanschluB 36 
mQndet 

Der DruckgasanschluB 36 dient zur Beaufschlagung 
des Kapillarenfreiraums 35 mit erhdhtem Druck, so daB 
das in der Abgabepositiqn 29 angeordnete Verbin- 
dungsmaterialdepot 30 aus der aJs Durchgangsbohrung 
ausgebildeten Transportaufnahme 25 herausgetrieben 
wird und in die in Fig. 1 mit gestricheltem Linienverlauf 
dargestellte Applikationsposition 32 uberfuhrt wird. In 
der Applikationsposition 32 liegt das Verbindungsmate- 
rialdepot 30 auf einer AnschluBflache 37 eines etwa als 
Chip 38 ausgebildeten Substrats auf. Dabei besteht zwi- 
schen einem Endquerschnitt 39 des Kapillarenmund- 
stOcks 31 und der Oberflache der AnschluBflache 37 ein 
Spalt s, der so bemessen ist, daB einerseits das Verbin- 
dungsmaterialdepot 30 in der dargestellten Applika- 
tionsposition 32 sicher gehalten wird, und andererseits 
ausreichend ist, urn eine im wesentlichen ungehinderte 
thermische Verformung des Verbindungsmaterialde- 
pots 30 zur Ausbildung einer nicht naher dargestellten, 
fachsprachlich unter dem Begriff "Bump* bekannten, er- 
hdhten Kontaktmetallisierung zu ermoglichen. Auf die- 
se Art und Weise kdnnen mit dem Depotapplikator 10 
bzw. dem Depotapplikator 43 (Fig. 3) Bumps hergestellt 
werden, wie sie zur Durchfuhrung von "Flip-Chip"- Kon- 
taktierungen bendtigt werden. 

Neben der Oberfuhrung des Verbindungsmaterialde- 
pots 30 aus der Abgabeposition 29 in die Applikations- 
position 32 dient die Druckgasbeaufschlagung des Ver- 
bindungsmaterialdepots 30 auch zu r Auslosung der La- 
sereinrich tung. Hierzu ist bei dem in Fig. 1 dargestellten 
AusfuhrungsBelspiel im Kapillarenmundstuck 31 ein 
Drucksensor 40 vorgesehen, der einen statischen Ober- 
druck in der Applikationskapillare 23 erfaBt Da sich ein 
statischer Oberdruck in der Applikationskapillare 23 
nur dann aufbaut, wenn der Spalt s durch das in der 
Applikationsposition 32 angeordnete Verbindungsma- 
terialdepot 30 im wesentlichen verschlossen ist, erfolgt 
auch eine Ausldsung der Lasereinrichtung nur dann, 
wenn ein Verbindungsmaterialdepot 30 auf der An- 
schluBflache 37 plaziert ist Vor der Plazierung kann 
gegebenenf alls noch eine Zustellbewegung des Kapilla- 
renmundstucks in vertikaler Richtung erfolgen. 

Eine andere Art zur Oberprufung des Vorhanden- 
seins eines Verbindungsmaterialdepots 30 in der Appli- 
kationskapillare 23 besteht darin, eine vom Verbin- 
dungsmaterialdepot 30 verursachte Beeinflussung der 
aus der Lichtleitfaser 24 emittierten Laserstrahlung zu 
erfassen. Hierzu kann die Reflexion der Strahlung oder 
etwa auch eine durch das Verbindungsmaterialdepot 30 
verursachte Wellenlangenanderung der Strahlung er- 
f aBt werden. 

Vor der Applikation des Verbindungsmaterialdepots 
kann eine Vorbehandlung der Verbindungsstelle, also 
hier der AnschluBflache 37, erfolgen, urn etwa etwaige 
Oxidschichten von der Verbindungsstelle zu entfernen. 
Fur eine derartige Vorbehandlung kann mittels der 
Lichtleitfaser 24 eine Laserstrahlung geeigneter Wel- 
lenlange und Pulsung auf die Verbindungsstelle gerich- 
tet werden. 

Wie in Fig. 2 angedeutet, befinden sich jeweils urn 
eine Teilung auf dem Aufnahmeteilkreis 26 von der Ab- 
gabeposition 29 entfernt ein Sensor 41 und 42 zur De- 
tektieruhg von Verbindungsmaterial. Dabei befindet 
sich der Sensor 41 in Drehrichtung (Pf eil 50) der Forder- 



scheibe 20 vor der Abgabeposition 29 und der Sensor 42 
hinter der Abgabeposition 29. Beide Sensoren 41, 42 
sind im Gehauseunterteil 16 unmittelbar gegenuberlie- 
gend dem Aufnahmeteilkreis 26 angeordnet Der Sensor 
5 41 ermoglicht somit die Feststellung, ob eine Transport- 
aufnahme 25 zur nachfolgenden Ubergabe eines Ver- 
bindungsmaterialdepots 30 an die Applikationskapillare 
in der Abgabeposition 29 befQllt ist Der Sensor 42 Qber- 
pruft, ob das Verbindungsmaterialdepot 30 tatsachlich 

io an die Applikationskapillare ubergeben wurde. Somit 
dienen die Sensoren 41, 42 zur Feststellung von Fehl- 
funktionen, so daB im Fall der Feststellung einer nicht 
befullten Transportaufnahme 25 durch den Sensor 41 
die Fdrderscheibe 20 um eine Teilung weitergetaktet 

15 werden kann. Dasselbe gilt fiir den Fall, daB vom Sensor 
42 nach Oberschreiten der Abgabeposition 29 ein Ver- 
bindungsmaterialdepot 30 in der Transportaufnahme 25 
detektiert wird 
Fig. 3 zeigt einen zum groBen Teil mit dem in Fig. 1 

20 dargestellten Depotapplikator 10 gleich ausgebildeten 
Depotapplikator 43, der wie der Depotapplikator 10 
eine Forderscheibe 20 enthalt, die in einem Aufnahme- 
raum 19 zwischen einem Gehauseoberteil 44 und einem 
Gehauseunterteil 45 angeordnet ist Wie bei dem in 

25 Fig* 1 dargestellten Depotapplikator 10 bilden benach- 
barte Oberflachen des Gehauseoberteils 44 und des Ge- 
hauseunterteils 45 Begrenzungsflachen fur die in als 
Durchgangsbohrungen ausgebildeten Transportaufnah- 
men 25 aufgenommenen Verbindungsmaterialdepots 

30 30, so daB diese wahrend ihrer Fdrderung in der Fdrder- 
scheibe 20 von der Aufnahmeposition 28 bis in die Ab- 
gabeposition 29 gegen Herausf alien gesichert sind 

Um eine Relativbewegung zwischen der Forderschei- 
be 20 und den angrenzenden Geh&useteilen 15, 16 zu 

35 ermoglichen, ist jeweils zwischen den gegenuberliegen- 
den Oberflachen der Fdrderscheibe 20 und dem Gehau- 
seoberteil 15 bzw. dem Gehauseunterteil 16 ein in den 
Fig. 1 und 3 nicht naher dargestellter Spalt vorgesehen. 
Zur Einstellung dieses Spaltes dient im wesentlichen ein 

40 flanschartig ausgebildeter Gehausebund 51 am Gehau- 
seunterteil 16 bzw. 45. Um unabhangig von der Dicke 
der eingesetzten Fdrderscheibe 20 auch bei unter- 
schiedlichen Forderscheiben 20 stets einen konstanten 
Spalt zwischen den gegentiberliegenden Oberflachen 

45 der Fdrderscheibe 20 und dem Gehauseoberteil 15, 44 
bzw. dem Gehauseunterteil 16, 45 zu garantieren, ist es 
mdglich, den Gehausebund 51 abweichend von der Dar- 
stellung in Fig. 3 in der Hdhe entsprechend dem beab- 
sichtigten SpaltmaB auszufuhren und den notwendigen 

50 Abstand zwischen dem Gehauseoberteil 44 und dem 
Gehauseunterteil 45 zur Ausbildung des Aufnahme- 
raums 19 dadurch auszubilden, daB konzentrisch mit der 
Forderscheibe 20 ein hier nicht naher dargestellter, zu- 
sammen mit der Fdrderscheibe 20 aus demselben Mate- 

55 rialzuschnitt hergestellter Distanzring zwischen dem 
Gehauseoberteil 44 und dem Gehauseunterteil 45 ein- 
gefQgt wird Die Herstellung des Distanzrings aus dem- 
selben Materialzuschnitt wie die Fdrderscheibe garan- 
tiert, daB die Fdrderscheibe 20 und der Distanzring eine 

60 identische Dicke aufweisen. 

Fig. 4 zeigt in einer vergrdBerten Darstellung die 
Aufnahme eines Verbindungsmaterialdepots 30 aus 
dem Verbindungsmaterialreservoir 11 durch die Fdr- 
derscheibe 20 in der Aufnahmeposition 28. Die im Steig- 

65 kanal 17 des Verbindungsmaterialreservoirs 11 eng an- 
einandeiiiegend angeordneten Verbindungsmaterialde- 
pots 30 werden unter Schwerkraf teinfluB in die in Ober- 
deckung mit der Ausgangsdffnung 27 des Steigkanals 17 
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angeordnete Transportaufnahme 25 Qbergeben. Zur 
* Unterstlitzung der Ubergabe kann die Forderscheibe 20 
bder einTeil des Verbindungsmaterialreservoirs 11 mit 
Ultraschall beaufschlagt werden, so dafl bei ungunstiger 
Relativpositiorderung der Verbindungsmaterialdepots 5 
30 im Steigkanal 17 ein die BefOllung der Transportauf- 
nahme 25 behinderndes Verkanten von Verbindungs- 
materialdepots 30 verhindert werden kann. Eine derarti- 
ge Ultraschallbeaufschlagung ist auch mdglich durch 
unmittelbare Beaufschlagung der Verbindungsmaterial- 10 
depots 30, beispieisweise mittels einer in den Steigkanal 
17 hineinreichenden Ultraschallsonde. 

Im Unterschied zu dem in Fig. 1 dargestellten Depot- 
applikator 10 weist der Depotapplikator 43 eine modifi- 
zierte Applikationseinrichtung 46 auf, bei der die Ver- 15 
bindungsmaterialdepots 30 nicht unmittelbar aus der 
Abgabeposition 29 in eine Applikationskapillare 47 
Qbergeben werden, sondern ausgehend von der Abga- 
beposiuon 29 zunSchst in eine schrfig nach unten verlau- 
fende, in die Applikationskapillare 47 einmQndende Zu- 20 
f fihrkapillare 48 gelangen. 

Wie aus Fig. 3 deutHch wird, wird hierdurch erreicht, 
daB die Applikationskapillare 47 mit der darin einmiln- 
denden Lichtleitfaser 24 seitlich an der Forderscheibe 
20 vorbei gefiihrt werden kann. Dies hat zur Folge, daB 25 
der Endquerschnitt 34 der Lichtleitfaser 24 n&her an den 
Endquerschnitt 39 des KapillarenmundstOcks 31 heran- 
gefUhrt werden kann, so daB ein kurzerer Abstand zwi- 
schen dem Endquerschnitt 34 und dem in der Applika- 
tionsstellung 32 auf der AnschluBfl&che 37 angeordne- 30 
- ten Verbindungsmaterialdepot 30 (Fig. 1) einstellbar ist 
. Hierdurch wird eine grSBere Schmelzleistung beim Urn- 
schmelzen des Verbindungsmaterialdepots 30 mittels 
Laserenergie mdglich. 

Urn auch bei dem in Fig. 3 dargestellten Depotappli- 35 
kator 43 die im Zusammenhang mit der Beschreibung 
des Depotapplikators 10 ausf Ohrlich erlSuterten Vortei- 
le einer Druckgasbeauf schlagung nutzen zu kdnnen, be- 
findet sich bei dem Depotapplikator 43 ein Druckgasan- 
schluB 49 oberhalb der FSrderscheibe 20 und ermdg- 40 
licht eine unmittelbare Druckgasbeaufschlagung des in 
der Abgabeposition 29 angeordneten Verbindungsma- 
terialdepots 30. 

Zwar dienen die dargestellten Ausftihrungsformen 
des Depotapplikators zur Applikation von stuckigen, 45 
hier kugelfdrmigen Verbindungsmaterialdepots 30, also 
etwa Lotkugeln. Jedoch ist der Depotapplikator unab- 
htagig von der Ausfuhrungsform nicht auf die Verwen- 
dung massiver oder stflckiger Verbindungsmaterialde- 
pots beschrankt Vielmehr ist auch die Verwendung flfls- 50 
siger oder viskoser Verbindungsmaterialdepots mdg- 
lich, wobei dann zweckmaBigerweise bei der Obergabe 
aus dem Verbindungsmaterialreservoir an die Vereinze- 
lungseinrichtung eine Portionierung erfolgt 

Insbesondere bei Verwendung eines Depotapplika- 55 
tors 10 oder 43 zur Applikation flussiger oder viskoser 
Verbindungsmaterialdepots ist es vorteilhaft, wenn an 
einer, wie in Fig. 2 durch den Pfeil 52 angedeuteten, 
Stelle zwischen der Abgabeposition 29 und der Aufnah- 
meposition 28 im Bereich der unbefOllten Forderscheibe eo 
20 eine hier nicht nfiher dargestellte Reinigungseinrich- 
tung vorgesehen wird. Diese Reinigungseinrichtung 
kann ahnlich wie die Applikationseinrichtung 13 oder 46 
ausgefUhrt sein mit einem DruckgasanschluB zum Frei- 
blasen nicht vollstandig geleerter Transportaufnahmen 65 
25 und gegebenenfalls zusitzlich einer Lichtleitfaser, die 
mittels Laserbeaufschlagung der Transportaufnahmen 
25 ein "Freibrennen" zugesetzter Transportaufnahmen 
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i ermdglicht. 

Patentansprtlche 

1. Vorrichtung zur vereinzelten Applikation von 
Verbindungsmaterialdepots, insbesondere Lotku- 
geln, aus einem Verbindungsmaterialreservoir mit 
einer Applikationseinrichtung und einer Vereinze- 
lungseinrichtung zur Vereinzelung von Verbin- 
dungsmaterialdepots aus dem Verbindungsmateri- 
alreservoir, dadurch gekennzeichnet, daB die Ver- 
einzelungseinrichtung (12) als Fdrdereinrichtung 
(20) zur vereinzelten Obergabe; von Verbindungs- 
materialdepots (30) an die Applikationseinrichtung 
(13; 46) ausgebildet ist 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Vereinzelungseinrichtung (12) 
entsprechend der GrdBe der zu vereinzelnden Ver- 
bindungsmaterialdepots ausgebildete Transport- 
aufnahmen (25) aufweist, die von einer Aufnahme- 
position (28) zur vereinzelten Auf nahme von Ver- 
bindungsmaterialdepots (30) aus dem Verbindungs- 
materialreservoir (11) in eine Abgabeposition (29) 
zur Abgabe der Verbindungsmaterialdepots an die 
Applikationseinrichtung (13; 46) bewegbar sind 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Vereinzelungseinrichtung 
(12) als Kxeisfordereinrichtung (20, 21, 22) ausgebil- 
det ist. 

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vereinzelungseinrichtung (12) und die Ap- 
: plikationseinrichtung (13; 46) zu einer baulichen 
Einheit zusammengefaBt sind. 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der yor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Materialreservoir (11), die Vereinzelungs- 
einrichtung (12) und die Applikationseinrichtung 
(13; 46) zu einer baulichen Einheit zusammengefaBt 
sind. 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Vereinzelungseinrichtung (12) als Schei- 
benfdrderer (20) ausgebildet ist mit einer entspre- 
chend der Transportaufnahmenteilung (26) getak- 
tet angetriebenen Forderscheibe (20). 

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Verbindungsmaterialdepots (30) in ihrer 
Abgabeposition (29) in eine Applikationskapillare 
(23) flberffihrt werden, die zur Plazierung des Ver- 
bindungsmaterialdepots (30) an einer Verbindungs- 
stelle(37)dient 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Unterstlitzung der OberfOhrung 
der jeweiligen Verbindungsmaterialdepots (30) in 
die Applikationskapillare (23) eine auf das Verbin- 
dungsmaterialdepot wirkende Druckgasbeauf- 
schlagungseinrichtung (36) vorgesehen ist 

9. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet, 
daB in Fdrderrichtung (27) der Vereinzelungsein- 
richtung (12) vor der Abgabeposition (29) ein Sen- 
sor (41) zur Detektierung von Verbindungsmaterial 
angeordnet ist 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in Fdrderrichtung der Vereinzelungs- 
einrichtung (12) hinter der Abgabeposition (29) ein 
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Sensor (42) zur Detektierung von Verbindungsma- 
terial angeordnet ist 

1 1. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Applikationseinrichtung (13; 46) mit einer 5 
Energieeinrichtung zur Erzeugung der fur eine 
Verbindung eines Verbindungsmaterialdepots (30) 
mit der Verbindungsstelle (37) notwendigen Ener- 
gie verbunden ist, die in Abhangigkeit von dem 
durch die Druckgasbeaufschlagungseinrichtung 10 
(36) bewirkten Gasdruck ausgelost wird. 

1 2. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Applikationseinrichtung (13; 46) zur Ver- 
bindung mit einer Laserquelle zur Erzeugung der 15 
fur eine Verbindung eines Verbindungsmaterialde- 
pots (30) mit der Verbindungsstelle (37) notwendi- 
gen Energie eine in die Applikationskapillare (23) 
mundende Lichdeitf aser (24) aufweist 

13. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vor- 20 
angehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB zur Oberf uhrung eines Verbindungsmaterial- 
depots (30) aus der Abgabeposition (29) in die Ap- 
plikationskapillare (47) eine schrag nach unten ver- 
laufendeZufuhrkapillare(48)vorgesehenist 25 
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